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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft allgemein elektrische
Verbinder und genauer elektrische Verbinder, die aus
Wafern zusammengesetzt sind.

[0002] Elektrische Verbinder werden in zahlreichen
Typen von elektronischen Systemen verwendet. Z. B.
werden in vielen computerisierten Systemen ge-
druckte Schaltungsplatinen Uber Verbinder zusam-
mengebracht. Ein Stlick des Verbinders ist an jeder
Platine angebracht. Die Verbinderstiicke werden zu-
sammengefigt, um viele Signalpfade zwischen den
Platinen aufzubauen. Zusatzlich werden auch die
Gleichstrom (DC)-Energie- und Masse-Pfade durch
den Verbinder hergestellt. Die DC-Pfade ermdgli-
chen, dass die gedruckten Schaltungsplatinen mit
Energie versorgt werden, und wenn geeignet konfi-
guriert, angrenzende Signalkontakte abzuschirmen,
um die Integritat von Signalen, die durch den Verbin-
der laufen, zu verbessern.

[0003] Jede Halfte des Verbinden enthalt leitende
Kontakte, die in einem isolierenden Gehause gehal-
ten werden. Jeder Kontakt weist einen Kontaktbe-
reich auf, der einen elektrischen Kontakt mit einem
Kontakt in der anderen Halfte des Verbinders bildet,
wenn die Verbinder zusammengebracht werden. Zu-
satzlich weist jeder Kontakt einen End- oder
Schwanzabschnitt auf, der sich von dem Gehéause er-
streckt und an einer gedruckten Schaltungsplatine
angebracht wird. Das Ende kénnte entweder ein L6t-
mittelende sein, das an der gedruckten Schaltungs-
platine angeldtet ist, oder ein Presspassungsende,
welches mittels Reibung in einem Loch in einer ge-
druckten Schaltungsplatine gehalten wird. Der Kon-
taktkorper fuhrt das Signal von dem Kontaktbereich
an das Ende.

[0004] Ein ublicher Typ von Signalkontakt verwen-
det einfach einen Stift als den Kontaktbereich. Stift-
kontakte passen allgemein in Kontakte eines Aufneh-
mertyps. Die Kontaktflache eines Kontakts des Auf-
nehmertyps wird auf einem Paar von gegenuberlie-
genden freitragenden Balken gebildet. Der Stift wird
zwischen die Balken eingefiigt. Die freitragenden
Balken erzeugen eine Federkraft entgegen dem Stift,
wodurch ein guter elektrischer Kontakt sichergestellt
wird.

[0005] Auch andere Typen von Kontakten werden
verwendet. Z. B. sind Kontakte, die als Platten, Klin-
gen oder Gabeln ausgebildet sind, alle verwendet
worden.

[0006] Verbindergehduse werden oft aus einem
Plastik geformt. Zu Anfang wurden Verbindergehau-
se in einem Stlck geformt. Jedoch war es schwierig,
die erforderlichen Toleranzen fur groRe Verbinder
aufrechtzuerhalten und es wurde entdeckt, dass das
Bauen von grofien Verbindern aus individuellen Mo-
dulen einfacher war. Die Module wurden zusammen
gehalten und unter Verwendung eines Metallverstei-
fers positioniert. Ein langer Metallversteifer konnte
mit gréRerer Genauigkeit gestellt werden, als ein

ahnlich bemessenes Gehause geformt werden konn-
te. Die US-Patente 4,655,518 und 5,403,208 sind
Beispiele von modularen Verbindern, die Versteifer
verwenden.

[0007] Das US-Patent 5,066,236 gibt einen alterna-
tiven Ansatz zum Herstellen von Verbindern. Dieses
Patent zeigt einen Verbinder, bei dem jede Spalte von
Kontakten in einem getrennten Unteraufbau geformt
wird. Die Unteraufbauten werden dann in Gehause-
module eingefiigt, die ausgerichtet sind, um einen
langen Verbinder zu bilden.

[0008] Die voranstehend erwahnten US-Patente
5,403,206 und 5,066,236 zeigen jeweils Ausfih-
rungsformen, bei denen der Aufnahmeabschnitt des
Verbinders Abschirmungselemente zwischen jeder
Spalte aufweist. Eine Abschirmung zwischen Spalten
von Signalkontakten ist auch in den US-Patenten
4,975,084 und 4,846,727 gezeigt.

[0009] Kommerzielle Ausfiihrungsformen der Ver-
binder, die in voranstehend erwahnten Patenten be-
schrieben werden, weisen angrenzende Spalten von
Signalkontakten auf, die um 2 mm oder mehr beab-
standet sind. Fur viele Anwendungen ist es win-
schenswert Verbinder mit einer hohen Signaldichte
bereitzustellen. Die Signaldichte eines Verbinders
zeigt die Anzahl von Kontakten an, die Signale vor
Einheitsldngen des Verbinders fuhren kénnen.
[0010] Jedoch ist es oft nicht mdglich die Signal-
dichte eines Verbinders einfach durch Positionieren
der Kontakte enger zueinander zu erhéhen. Wenn
die Kontakte enger zueinander angeordnet werden,
besteht eine grofRere elektrische Wechselwirkung
zwischen den Signalen auf diesen Kontakten. Diese
Wechselwirkung verursacht eine Signalverzerrung
oder Rauschen, das sehr unerwinscht ist. Um diese
Probleme zu I6sen ist es dann erforderlich einige der
Signalkontakte zu verwenden, um Massesignale zu
fuhren. Der Nettoeffekt ist oft keine Zunahme in der
Signaldichte des Verbinders. Es wirde hochst win-
schenswert sein eine einfache Vorgehensweise zum
Herstellen von Verbindern mit eng beabstandeten
Kontakten zur Verfligung zu haben.

[0011] Verbinder gemaR der Erfindung l6sen auch
ein anderes wichtiges Problem. Busbahnen auf RU-
ckebenen-Aufbauten weisen oft einen kleinen Wider-
stand auf, der mit ihnen verbunden ist, um die erfor-
derlichen elektrischen Charakteristiken bereitzustel-
len. In einigen Fallen werden Kontaktierungslocher
(Via-Lécher) durch die gedruckte Schaltungsplatine
gebildet, die die Rickebene bildet, und die Wider-
stédnde bilden einen Kontakt mit den Bahnen durch
die Kontaktierungslocher. Dieser Ansatz weist den
Nachteil auf, dass er manchmal erfordert, dass der
Ruckebenen-Aufbau gréRer ist, um die Widerstande
aufzunehmen. Zusatzlich wirken die Kontaktierungs-
lécher manchmal als Stummel fiir eine Ubertragung,
was die Signale auf den Busbahnen verzerrt.

[0012] Ein alternativer Ansatz zum Verbinden von
Widerstanden ist etwas zu verwenden, was manch-
mal als eine Technologie der vergrabenen Schichten

2113



DE 697 22 392 T2 2004.02.05

bezeichnet wird. In diesem Ansatz werden die Wider-
stédnde innerhalb der gedruckten Schaltungsplatine
vergraben. Jedoch kann jede vergrabene Schicht si-
gnifikante Kosten zu dem Ausbau hinzufiigen und ist
deshalb unerwtiinscht. Es wiirde héchst wiinschens-
wert sein, viele Widerstande auf einem Rickebe-
nen-Aufbau ohne eine groRe Erhéhung der Kosten
und ohne das Erfordernis eines zusatzlichen Platzes
fur die Widerstande verwenden zu konnen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] In Anbetracht des voranstehenden Hinter-
grunds ist es eine Aufgabe der Erfindung ein einfa-
ches Verfahren zum Herstellen von elektrischen Ver-
bindern bereitzustellen.

[0014] Es ist eine andere Aufgabe der Erfindung ei-
nen Verbinder bereitzustellen, bei dem angrenzende
Spalten von Kontakten sehr eng zu einander beab-
standet sind.

[0015] Es ist auch eine Aufgabe ein Verfahren mit
geringen Kosten zum Herstellen eines abgeschirm-
ten Verbinders, der mit Stiften gebildet ist, bereitzu-
stellen.

[0016] Es ist eine weitere Aufgabe einen Verbinder
bereitzustellen, der aus Unteraufbauten gebildet ist,
die eine verbesserte Abschirmung aufweisen.

[0017] Es ist noch eine andere Aufgabe eine einfa-
che Vorgehensweise bereitzustellen, um wider-
standsmaRige Lasten auf einer gedruckten Schal-
tungsplatine bereitzustellen.

[0018] Aspekte der Erfindung sind in den beiliegen-
den nebengeordneten Anspriichen 1 und 7 aufge-
fuhrt.

[0019] Abschirmungsstiicke kdnnen mit den Wafern
verbunden werden, bevor sie in einen Verbinder zu-
sammengebaut werden. Die Abschirmungsstiicke
werden mit dem Kontaktende und mit dem Schwan-
zende eines Kontaktelements in dem Wafer verbun-
den. In einer Ausfiihrungsform besteht eine Unter-
brechung zwischen dem Kontaktende und dem
Schwanzende des Verbinderelements, an dem die
Abschirmung angebracht ist. Diese Konfiguration er-
fordert, dass Strom durch das Abschirmungsstiick
flieRRt, wodurch dessen Effektivitat erhdht wird.
[0020] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wer-
den die Abschnitte der Kontaktelemente, die inner-
halb eines Wafers geformt sind, durch ein Fenster in
dem Wafer freigelegt. Die Unterbrechung in dem
Kontaktelement, das mit der Abschirmung verbunden
ist, wird durch Schneiden des Kontaktelements durch
das Fenster gebildet.

[0021] In einer Ausfuhrungsform werden Widerstan-
de in den Fenstern in dem Wafer platziert, wobei frei-
gelegte Enden des Kontakts zusammen gebracht
werden. Die Widerstande stellen einen gewtlinschten
Widerstand in einem Signalpfad bereit, der in einer
Ruckebenen-Anwendung nutzlich sein kdnnte.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Diese Erfindung lasst sich besser unter Be-
zugnahme auf die folgende ausflihrliche Beschrei-
bung und die beiliegenden Zeichnungen verstehen.
In den Zeichnungen zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Explosionsansicht eines Verbin-
ders, der in Ubereinstimmung mit der Erfindung her-
gestellt ist;

[0024] Fig. 2A eine Seitenansicht eines Wafers, der
durch die Schnittlinie 2A-2A der Fig. 1 genommen
ist;

[0025] Fig. 2B einen Querschnitt des Wafers der
Fig. 2A entlang der Schnittlinie 2B-2B;

[0026] Fig. 3A eine Seitenansicht eines Wafers ent-
lang der Linie 3A-3A der Fig. 1;

[0027] Fig. 3B einen Querschnitt des Wafers der
Fig. 3A entlang der Linie 3B-3B;

[0028] Fig. 4A Stanzstlicke, die zum Herstellen von
Wafern verwendet werden;

[0029] Fig. 4B die Formung um das Stanzstlick der
Fig. 4A herum, verwendet zum Bilden eines Wafers
wie in Fig. 3 dargestellt;

[0030] Fig. 4C die Formung um das Stanzstlick der
Fig. 4A herum, verwendet zum Bilden eines Wafers
wie in Fig. 2 dargestellt;

[0031] Fig. 5 einen Verbinder in Ubereinstimmung
mit der Erfindung, der Widerstandslasten beinhaltet;
[0032] Fig. 6A eine Ansicht, teilweise weggeschnit-
ten, einer alternativen Ausfihrungsform der Erfin-
dung;

[0033] Fig. 6B eine Ansicht des Verbinders der
Fig. 6A durch die Linie 6B-6B.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUH-
RUNGSFORM

[0034] Fig. 1 zeigt einen Verbinder 100, der aus
Wafern 112 und 114 gebildet ist. Jeder Wafer 112 und
114 enthalt eine Spalte von Kontaktelementen (410A
... 410F, Fig. 4A). In der dargestellten Ausflihrungs-
form weisen die Verbinderelemente Kontaktabschnit-
te in der Form von Stiften 150 und mittels Druck ein-
gebrachten Létmittelschwanzen 152 auf. In einer be-
vorzugten Ausfihrungsform erstrecken sich die Stifte
150 und die Létmittelschwanze 152 von den Wafern
112 und 115 im rechten Winkel. Der Verbinder 100 ist
deshalb ein ,rechtwinkliger Verbinder".

[0035] Die Wafer 112 und 114 sind zusammen ver-
bunden, um ein Modul 112 zu bilden. Die Module 122
sind an einem Versteifer 110 angebracht.

[0036] Der Versteifer 110 ist ein Metallversteifer, wie
in herkdmmlicher Weise in dem technischen Gebiet
verwendet. Er ist aus einem Stick Metall ausge-
stanzt, beispielsweise einem Blatt aus rostfreiem
Stahl, und wird dann rechtwinklig umgebogen, wie in
Fig. 1 gezeigt. Der Versteifer 110 umfasst Locher 124
und Zacken (nicht gezeigt) fur eine Anbringung des
Moduls 122. Der Versteifer 130 ist wie in dem US-Pa-
tent No 5,672,064 gezeigt, das der TERADYNE®,
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Inc., Boston, Massachusets, USA, Ubertragen wurde
und das hier durch Bezugnahme Teil der vorliegen-
den Anmeldung ist.

[0037] Die Wafer 112 weisen eine Nabe 126 auf ei-
ner vorderen Oberflache (nicht mit einer Bezugszahl
bezeichnet) und ein Schlitz 128, der in einem Vor-
sprung 120 gebildet ist, der sich von einer unteren
Oberflache erstreckt (die nicht mit einem Bezugszei-
chen bezeichnet ist) auf. Die Nabe 126 ist in ein Loch
124 eingefligt und der Schlitz 128 nimmt einen Za-
cken auf. Der Wafer 112 ist deshalb an dem Verstei-
fer 110 gesichert, wie in dem voranstehend erwahn-
ten US-Patent Nr 5,672,064 beschrieben.

[0038] Weil der Wafer 114 an dem Wafer 112 befes-
tigt ist, ist das gesamte Modul 122 an dem Versteifer
110 befestigt. Der Versteifer 110 weist ein sich wie-
derholendes Muster von Léchern und Zacken auf.
Deshalb kann irgendeine Anzahl von Modulen 122
Seite an Seite entlang des Versteifers 110 gesichert
werden, um einen Verbinder mit so vielen Spalten
von Kontakten wie gewlinscht zu bilden. Bei der Ver-
wendung wirde das Material zum Bilden des Verstei-
fes 110 in langen Rollen ausgebildet werden und
dann auf eine gewlnschte Lange geschnitten wer-
den, um einen Verbinder zu bilden.

[0039] Fig. 1 zeigt, dass Wafer 112 und 114 durch
Abschirmung 116 und 118 getrennt sind. Abschir-
mungen 116 sind an der Seite der Wafer 112 ange-
bracht und Abschirmungen 118 sind an der Seite der
Wafer 114 angebracht. Jede der Abschirmungen 116
und 118 ist an einen der Kontaktelemente 410
(Fig. 4) in einem Modul angebracht. Jede Abschir-
mung 116 und 118 bildet eine elektrische Verbindung
an zwei Punkten an einem Kontaktelement 410 und,
wie nachstehend beschrieben wird, es gibt eine Un-
terbrechung in dem Kontaktelement zwischen diesen
zwei Punkten.

[0040] Die Abschirmung 118 weist Kontaktfahnen
132E und 134E auf. Die Kontaktfahne 132E passt in
eine Ausnehmung 312 (Fig. 3A) in dem Wafer 114
und greift in das Kontaktelement in der Nahe des
Schwanzabschnitts 136 ein. Die Kontaktfahne 134E
greift in das gleiche Kontaktelement in der Nahe des
Stifts 120 ein. Die Kontaktfahne 132E und 134E weist
Klemmelemente auf, die integral damit gebildet sind,
um einen elektrischen Kontakt mit dem Kontaktele-
ment herzustellen.

[0041] Die Abschirmung 118 enthalt vier Locher
140. Die Loécher 140 greifen in Ausrichtungsnaben
314 auf den Wafer 114 ein, wodurch die Abschirmung
positioniert wird. Ein Verriegelungsansatz 138 auf der
Abschirmung 118 passt in einen Schlitz 318 (Fig. 3A)
auf dem Wafer 114, wodurch die Abschirmung 118 an
dem Wafer 114 gesichert wird.

[0042] Die Abschirmung 118 umfasst zusatzlich 2
Lécher 146. Die Lécher 146 sind bemessen und po-
sitioniert, um zu ermdglichen, dass Sperrzungen 222
(Fig. 2B) auf den Wafern 112 durch sie vorstehen.
[0043] Die Abschirmung 116 weist ahnliche Merk-
male auf, um an einem Kontaktelement auf dem Wa-

fer 112 einzugreifen und an dem Wafer 112 gesichert
zu werden. Der Verriegelungsansatz 138 auf der Ab-
schirmung 116 passt in den Schlitz 218 (Fig. 2A) auf
dem Wafer 112, wodurch die Abschirmung 116 an
dem Wafer 112 befestigt wird. Die Abschirmung 116
unterscheidet sich von der Abschirmung 118 darin,
dass sie Kontaktansatze 132E und 134E nicht auf-
weist, aber anstelle davon Kontaktansatze 132B und
134B aufweist. Kontaktansatze 132B und 134B sind
genauso wie die Ansatze 132E und 134E ausge-
formt. Jedoch sind sie positioniert, um an einem Kon-
taktelement in einer anderen Zeile des Verbinders
100 anzugreifen.

[0044] Die Zeilen von Kontakten in einem Verbinder
werden oft mit Buchstaben bezeichnet, die mit einem
A beginnen. Ein Verbinder 100 ist dargestellt, so dass
er sechs Zeilen von Kontakten aufweist. Die Zeilen
werden mit A bis F bezeichnet. Kontaktansatze 132B
und 134B auf der Abschirmung 116 greifen an einem
Kontakt in der B-Zeile an. Kontaktansatze 132E und
134E auf der Abschirmung 118 greifen an einem
Kontakt in der E-Reihe an. Damit diese Abschirmun-
gen mit Masse verbunden werden, ist es erforderlich,
auf der Schaltungsplatine (nicht gezeigt), an der der
Verbinder 100 angebracht ist, ,ein alternatives Zei-
lenmassemuster" bereitzustellen. Mit anderen Wor-
ten, die Schwéanze 136 der Kontaktelemente der
B-Zeile in den Wafern 122 sind mit Massebahnen auf
der gedruckten Schaltungsplatine (nicht gezeigt) ver-
bunden. Die Schwéanze 136 der Kontaktelemente der
E-Zeile in den Wafern 114 sind mit Massebahnen ver-
bunden.

[0045] In dieser Weise ist wenigstens ein Kontakt in
jeder Spalte von Kontakten mit Massen verbunden.
Der spezifische Kontakt, der mit Masse verbunden
ist, wechselt sich in benachbarten Spalten zwischen
der B-Zeile und der E-Zeile ab. Eine Abschirmung
zwischen jeder Spalte wird dadurch erreicht. Eine
Verwendung von Abschirmungselementen 116 und
118 ist jedoch optional. Der Verbinder 100 kann ent-
weder als ein abgeschirmter oder als ein nicht-abge-
schirmter Verbinder zusammengesetzt werden.
[0046] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wer-
den Abschirmungen 116 und 118 aus Metallblattern
ausgestanzt. Bei dem Ausstanzbetrieb werden zu-
nachst Abschirmungsstanzstiicke, die Kontaktansat-
ze 132B, 132E, 134B und 134E enthalten, gebildet.
Um Abschirmungen 116 zu bilden werden Kontaktan-
satze 132E und 134E abgeschnitten. Um Abschir-
mungen 118 zu bilden werden Kontaktansatze
(132B) und 134B abgeschnitten. Dann werden die
Ubrigen Kontaktansatze 132 und 134 und der Verie-
gelungsansatz 138 ungefahr unter einem rechten
Winkel gebogen.

[0047] Wie in Fig. 1 gezeigt umfassen Wafer 112
Umhdllungen 142. Die Umhullungen 142 erstrecken
sich Uber die Breite von beiden Spalten von Kontak-
ten in einem Modul 122. Wenn mehrere Module 122
an dem Versteifer 110 angebracht sind, werden sich
die Umhillungen 142 Uber die Lange des Verbinders

4/13



DE 697 22 392 T2 2004.02.05

100 erstrecken. Umhillungen 142 bilden die Seiten-
wande des Verbinders.

[0048] Umhillungen 142 enthalten jegliche Merk-
male, die typischerweise in den Seitenwanden eines
Verbinders gefunden werden kénnten. Zum Beispiel
werden Umhullungen 142 mit Vorspriingen 144 ge-
formt. Sie kénnten auch mit Ausrichtungsrippen 220
(Fig. 2A und 2B) gebildet werden. Diese Merkmale
tragen zu der Einfligung eines zusammenpassenden
Verbinders zwischen den Seitenwanden eines Ver-
binders 100 bei.

[0049] Bezugnehmend nun auf die Fig. 2A und 2B
werden zusatzliche Einzelheiten eines Moduls 112
gezeigt. Vier Ausrichtungsnaben 214 zum Positionie-
ren einer Abschirmung 116 sind gezeigt. Verriege-
lungsnaben 216 erstrecken sich von zwei der vier
Ausrichtungsnaben 214. Verriegelungsnaben 216
greifen in Locher 450 (Fig. 4B) in dem Wafer 114 ein,
um zu dem Formen einer Schnapppassungsverbin-
dung beizutragen, wenn Wafer 112 und 114 zusam-
mengedrickt werden.

[0050] Sperrzungen 222A und 222B tragen eben-
falls zum Bilden der Schnapppassungsverbindung
zwischen den Modulen 114 und 112 bei. Die Sperr-
zunge 222A passt in die Arretierung 320 (Fig. 3A).
Die Sperrzunge 222A passt unter das Modul 114.
Wie dargestellt ist jede Sperrzunge 222A und 222B
verlangert und deshalb leicht flexibel. Die Endober-
flache (nicht mit einer Bezugszahl bezeichnet) jeder
Sperrzunge ist verjlingt, so dass die Sperrzunge
222A oder 222B nach oben reiten wird, wenn sie auf
ein Arretierungsmerkmal auf dem Wafer 114 trifft.
Wenn die Module 112 und 114 zusammengedrickt
werden, wird die verjingte Oberflache (nicht mit einer
Bezugszahl versehen) das Arretierungsmerkmal frei-
geben, wodurch bewirkt wird, dass die Sperrzunge
222A und 222B an ihre nicht deformierte Position zu-
ruckkehrt, wahrend sie an dem Arretierungsmerkmal
eingreift. Derartige Schnapppassungselemente sind
in dem technischen Gebiet altbekannt.

[0051] Das Modul 112 umfasst eine Wand 252 um
zwei Kanten des Moduls herum. Der Wafer 114 ruht
an dieser Wand, wenn die Wafer 112 und 114 zusam-
mengeschnappt sind. Die Wand 252 stellt einen
Punkt einer Anbringung flr eine Nabe 126 bereit, die
in der Mitte des Moduls 122 ist (Fig. 1).

[0052] Die Fig. 3A und 3B zeigen ahnliche Ansich-
ten des Moduls 114.

[0053] Bezugnehmend nun auf Fig. 4A werden Ein-
zelheiten des Herstellungsprozesses gezeigt. Um
Wafer 112 und 114 herzustellen werden Gruppen von
Kontakten 410A .... 410F aus einem Metallblatt oder
einer Metallschicht herausgestanzt. Die Kontakte
werden gestanzt, um Tragerstreifen 412, 414 und
416 zu belassen. Die Tragerstreifen dienen dazu, die
Kontakte 410A .... 410F zusammenzuhalten und eine
Behandlung der Kontakte zu erleichtern.

[0054] Wenn erforderlich werden die Stiftabschnitte
150 gepragt und um 90 Grad gedreht. Bei der Ver-
wendung ist es wahrscheinlich, dass der Stiftab-

schnitt 150 an einem Kontakt des Aufnehmer-Typs
eingreift, der aus zwei freitragenden Balken gebildet
ist. Es ist winschenswert, dass die freitragenden Bal-
ken entlang der gepragten Oberflache des Stiftab-
schnitts 150 gleiten. Wenn erforderlich, um die richti-
ge Orientierung zwischen den Balken und den Stiften
sicherzustellen, kénnen die Balken gedreht werden.
[0055] Ein isolierendes Gehause ist per Spritzguss
um die Kontakte 410A .... 410F geformt. Vor dem
Formungsschritt wird ein Tragerstreifen 416 ge-
schnitten, um die einzelnen Kontakte 410A ... 410F
zu trennen.

[0056] Fig. 4B zeigt isolierende Gehause, die wie
Wafer 114 ausgeformt sind, die um die Kontakte her-
um geformt sind. Der Formungsbetrieb wird ausge-
fuht, wahrend die Kontakte 410A .... 410F noch mit
Tragerstreifen 412, 414 und 416 verbunden sind.
Nachdem der Formungsbetrieb abgeschlossen ist
werden die Tragerstreifen weggeschnitten, um Wafer
mit der erforderlichen Form zuriickzulassen. Die Tra-
gerstreifen werden zu irgendeiner zweckdienlichen
Zeit weggeschnitten, wenn sie nicht mehr zur einfa-
cheren Behandlung der Wafer bendtigt werden.
[0057] Fig. 4C zeigt einen dhnlichen Formungsbe-
trieb fir Wafer 112. Die gleichen Kontakte 410A und
410F kénnen verwendet werden, um Wither-Wafer
112 oder 114 zu bilden. Der einzige Unterschied be-
steht in dem Gehause, das um die Kontakte herum
geformt ist. Die Merkmale von Wafern 112 und 114
kénnen im Allgemeinen unter Verwendung von einfa-
chen zweiseitigen Formstuicken gebildet werden. Ein
Schlitz 128 kann nicht mit einer derartigen Form ge-
bildet werden und eine Form mit einem Kolben oder
einem ahnlichen Element wird benétigt, um den
Schlitz 128 zu bilden. Ein derartiges Formen ist in
dem technischen Gebiet altbekannt.

[0058] Wie voranstehend beschrieben werden ver-
besserte elektrische Eigenschaften erhalten, wenn
die Kontakte, mit denen die Abschirmung 116 und
118 elektrisch verbunden sind, abgetrennt werden.
Fenster 224 und 324 sind fir diesen Zweck enthal-
ten. In der Ausflihrungsform, die dargestellt ist, legen
die Fenster 224 und 324 Kontakte 410B ... 410E frei,
die jeweils leicht geschnitten werden kénnen. Fur
Wafer 112 wird ein Kontakt 410B geschnitten. Fir
Wafer 114 wird ein Kontakt 410E geschnitten.

[0059] Bezugnehmend nun auf Fig. 5 wird eine al-
ternative Verwendung von Fenstern 224 und 324 ge-
zeigt. Samtliche der freigelegten Kontakte 410B ...
410F konnten geschnitten werden, wobei freigelegte
Enden 512 und 514 zurlickgelassen werden. Schal-
tungselemente kdnnten dann mit freigelegten Enden
512 und 514 verbunden werden. Fig. 5 zeigt, dass
Widerstéande 510 mit den freigelegten Enden verbun-
den sind. Die Widerstande 510 sind Widerstédnde mit
relativ kleinen Werten, beispielsweise zwischen 1 Q
und 250 Q. Weiter bevorzugt sind die Widerstande in
dem Bereich von 5 Q bis 100 Q. Widerstande darin
kénnten Widerstande in dem Ruckebenen-Aufbau
(nicht gezeigt), mit dem der Verbinder 100 zusam-
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mengebracht wird, oder einer Schaltungsplatine
(nicht gezeigt), an der der Verbinder (100) ange-
bracht ist, ersetzen.

[0060] Widerstande 510 sind an den freigelegten
Kontakten unter Verwendung von herkémmlichen
Oberflachenanbringungs-Herstellungstechniken
(Surface-Mount-Herstellungstechniken) angebracht.
[0061] In der Verwendung ist es wahrscheinlich,
dass der Verbinder 100 an einer gedruckten Schal-
tungsplatine (nicht gezeigt) angebracht ist. Eine Ker-
be 250 ist dafiir ausgelegt, um die Kante einer ge-
druckten Schaltungsplatine aufzunehmen. Der Ver-
binder 100 wirde deshalb als ein Kantenanbrin-
gungsverbinder verwendet werden. Er konnte ver-
wendet werden, um die gedruckte Schaltungsplatine
an einem Rickebenen-Aufbau anzubringen. Der Ver-
binder 100 kénnte auch verwendet werden, um die
gedruckte Schaltungsplatine mit einer anderen
Schaltungsplatine in einer Anwendung zusammen-
zubringen, die Ublicherweise als eine Mezzani-
ne-Karte oder eine Erweiterungskarte bezeichnet
wird.

[0062] In einer abgeschirmten Konfiguration kénn-
ten die Abschirmungen mit einer AC Masse verbun-
den werden. Somit werden diejenigen Kontakte, die
mit den Abschirmungen verbunden sind, mit einer
Massebahn auf der gedruckten Schaltungsplatine
verbunden, an der der Verbinder 100 angebracht ist.
[0063] Die Dimensionen der verschiedenen Ele-
mente des Verbinders sind nicht kritisch. Jedoch ist
ein wichtiger Vorteil des Verbinders 100, dass die
Kontakte 410A ... 410F in jeder Zeile sehr eng zuein-
ander positioniert werden kénnen. Zusatzlich kbnnen
die benachbarten Zeilen sehr eng zueinander ange-
ordnet werden. In einer bevorzugten Ausfuhrungs-
form sind die Stifte 150 in den Wafern 112 weniger als
2 mm auf der Mitte von den Stiften 150 in den Wafern
114. Vorzugsweise ist der Abstand 1,5 mm. Genauso
ist der Abstand zwischen den benachbarten Stiften
410A ... 410F in jedem Modul 2 mm oder weniger.
Der Abstand kénnte auch 1,5 mm in dieser Richtung
genauso sein. Diese Dimensionen sind besonders si-
gnifikant in Anbetracht der Tatsache, dass der Verbin-
der in einer abgeschirmten Konfiguration hergestellt
werden kann.

[0064] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist die
Dicke jedes Wafers 112 und 114 ungefahr 1,35 mm.
Jede Abschirmung ist ungefahr 0,15 mm. Um einen
Verbinder mit einem Abstand von 1,5 mm zwischen
benachbarten Spalten von Kontakten zu bilden wei-
sen Naben 214 und 314 eine Hohe von ungefahr 0,15
mm auf. Um einen Verbinder mit einem Abstand von
2 mm zwischen benachbarten Spalten von Kontakten
zu bilden weisen Naben 214 und 314 eine Héhe von
ungefahr 0,65 mm auf, um den Abstand zwischen
den Zeilen von Kontakten zu erhéhen. Durch Andern
der Dimension gerade dieser Stlicke kann somit der
Abstand zwischen Spalten in zweckdienlicher Weise
verandert werden.

[0065] Nachdem eine Ausfiihrungsform beschrie-

ben worden ist kbnnen zahlreiche alternative Ausfiih-
rungsformen oder Veranderungen durchgefihrt wer-
den. Zum Beispiel ist jeder Wafer 112 und 114 mit ei-
nem einzelnen Fenster 224 bzw. 324 gezeigt. Einzel-
ne Fenster konnten Gber jeden Kontakt 410A ... 410F
oder nur Uber diejenigen, die geschnitten werden
mussen, geformt werden. Wenn einzelne Fenster
verwendet werden konnte jedes Fenster schmaler
sein. Die Fenster kdnnten kreisformig sein oder kdnn-
ten ausgeformt sein, um einzelne Widerstande 510
aufzunehmen. Wenn einzelne Fenster verwendet
werden kénnen sie diagonal quer zum Wafer positio-
niert werden, um die mechanische Integritat des Wa-
fers zu verbessern.

[0066] Als ein anderes Beispiel ist es nicht erforder-
lich, dass Kontakte durch ein Fenster abgetrennt wer-
den, nachdem das isolierende Gehause um die Kon-
takte herum geformt ist. Wenn ein Kontakt vor dem
Formen abgetrennt wird, kénnte das Fenster voll-
standig beseitigt werden. Ferner ist es nicht erforder-
lich, Gberhaupt die Kontakte abzutrennen. Wenn der
Verbinder in einer nicht-abgeschirmten Version ohne
Widerstande wie 510 verwendet wird, besteht kein
Grund irgendwelche Kontakte abzutrennen. Es ist
auch moglich die Abschirmungen ohne Abtrennen
des Kontakts zu verwenden, obwohl eine verringerte
Abschirmung sich bei dieser Konfiguration ergibt.
[0067] Zusatzlich ist gezeigt worden, dass jede Ab-
schirmung 116 und 118 mit nur einem Kontakt ver-
bunden ist. Es konnte in einigen Umstanden win-
schenswert sein, jede Abschirmung mit zwei oder
mehreren Kontakten zu verbinden. Eine verbesserte
Abschirmung wirde zu dieser Konfiguration fuhren,
aber wenige Kontakte wirden verfligbar sein, um Si-
gnale zu flhren.

[0068] Ein alternatives Zeilenmassenmuster wurde
als die bevorzugte Ausfiihrungsform dargestellt, wo-
bei Massekontakte sich zwischen der B-Zeile und der
E-Zeile in benachbarten Spalten abwechseln. Es ist
moglich, dass das Massemuster programmiert wer-
den koénnte, um unterschiedliche Typen von Signalen
zu optimieren. Unterschiedliche Massenmuster
kénnten fur Einzelendensignale, differenzielle Signa-
le oder Busstrukturen verwendet werden. Ein Verbin-
der, der in Ubereinstimmung mit der Erfindung herge-
stellt ist, kann mit irgendeinem Massenmuster ver-
wendet werden. Unterschiedliche Massenmuster
werden einfach dadurch erzielt, dass die Anzahl und
Positionierung der Verbindungen zwischen den Ab-
schirmungen und den Kontaktelementen verandert
wird. Weil jede Spalte von Kontakten als getrennter
Wafer gebildet ist, wirde es leicht sein, vorher Wafer
mit unterschiedlichen Massekonfigurationen zu bil-
den. Auf einen Aufbau des Verbinders hin wirden die
Wafer mit der gewuinschten Masseverbindungskonfi-
guration gewahlt werden.

[0069] Ferner sei darauf hingewiesen, dass ver-
schiedene Merkmale gezeigt worden sind, um die
Wafer 112 und 114 zusammenschnappen zu lassen.
Zahlreiche alternative Einrichtungen fur eine Anbrin-
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gung koénnten verwendet werden. Ferner ist es nicht
strikt erforderlich das Wafer 112 und 114 zusammen-
geschnappt werden, um ein Modul vor einem Aufbau
auf einem Versteifer 114 zu bilden. Ein Vorteil von
ersten Zusammensetzungsmodulen besteht darin,
dass dies sicherstellt, dass das richtige alternierende
Muster von Abschirmungen 116 und 118 erreicht
wird. Jedes Modul umfasst eine Abschirmung 116
und 118. Wenn die Module Seite an Seite angeordnet
werden ergibt sich somit das richtige Muster.

[0070] Ein zweiter Vorteil, dass zunachst Wafer in
Module zusammengebaut werden, besteht darin,
dass dies erlaubt, dass Versteifer, die mit herkdmmli-
chen Produkten kompatibel sind, verwendet werden.
Bei Anwendungen, bei denen diese Vorteile jedoch
nicht wichtig sind, ist es nicht erforderlich, Wafer zu-
nachst in Module zusammen zu verbinden. Einzelne
Wafer kénnen indirekt an dem Versteifer 110 zusam-
mengesetzt werden. In diesem Fall kénnten samtli-
che Wafer identisch sein, wobei jeder eine Nabe 126
und einen Schlitz 128 einschlieft.

[0071] Ferner sei darauf hingewiesen, dass die ge-
genwartig bevorzugte Ausfihrungsform Locher 124
und Zacken als Anbringungsmerkmal aufweist. Ir-
gendwelche Anbringungsmerkmale kénnten verwen-
det werden. Zum Beispiel kdnnte die Position der Lo-
cher und der Zacken umgedreht werden. Alternativ
kdnnte eine zweite Zacke anstelle eines Loches ver-
wendet werden. Die zweite Zacke kdénnte zum Bei-
spiel durch Biegen eines Ansatzes auf dem Verstei-
fer, so dass er parallel zu der ersten Zacke ist, gebil-
det werden.

[0072] Ferner sei darauf hingewiesen, dass die
Zeichnungen zeigen, dass Paare von Wafern 112
und 114 zusammenschnappen gelassen werden.
Diese Anordnung bildet ein festes Modul. Keine Ein-
rickung bzw. kein Eingriff zwischen benachbarten
Modulen ist gezeigt. Jedoch sei darauf hingewiesen,
dass ein steiferer Verbinder gebildet werden kdnnte,
wenn irgendeine Art von Eingriffseinrichtung zwi-
schen benachbarten Modulen vorhanden ist. Ir-
gendeine geeignete Form einer Einriickung kénnte
verwendet werden. Wenn die Einriickung zwischen
den Modulen fest und haltbar genug ist, kdnnten Aus-
fuhrungsformen ohne einen Versteifer konstruiert
werden.

[0073] Die Fig. 6A und 6B zeigen eine alternative
Konstruktion eines Wafers 112. Die Kontaktschwan-
ze 652 in Fig. 6A sind Schwanze des Loétmittel-Typs
und sind nicht Presspassungsschwanze. Zusatzlich
unterscheidet sich das Verfahren einer Anbringung
von Abschirmungen von den Abschirmungen 118.
Fig. 6A zeigt die Kontakte der B-Zeile und der E-Zei-
le, die jeweils ein Paar von Léchern 612B und 614B
und 612E und 614E aufweisen. Abschirmungen sind
mit diesen Kontakten durch Einfligen eines Merkma-
les von der Abschirmung in die Locher hinein verbun-
den. Zum Beispiel kdnnte ein Merkmal mit einem za-
cken-artigen Ende verwendet werden. Alternativ
kénnte ein Merkmal mit einem Ende des Klemmer-

typs in das Loch hinein eingefligt werden und durch
eine Reibung an der Stelle gehalten werden.

[0074] Ein weiterer Unterschied in dem Wafer der
Fig. 6A ist die Verwendung einer Vielzahl von ge-
trennten Fenstern 624A ... 624E anstelle des Fens-
ters 224 oder 324. Die getrennten Fenster ermdgli-
chen, dass samtliche Kontakte freigelegt werden. Sie
erleichtern auch eine Positionierung von Widerstan-
den wie 510.

[0075] Eine weitere Veranderung kann ebenfalls in
Fig. 6A beobachtet werden. Das Netz 650 geht in die
Umhdllungen 620A und 620B Uber. Das Netz 650
verstarkt den Wafer an seinem schwachsten Punkt,
der an der Basis der Umhillung 620B ist. Obwohl
nicht explizit in Fig. 6B gezeigt enthalt das Netz 650
Kerben darin, um die Stifte 150 von dem Wafer 114
aufzunehmen.

[0076] Weitere Veranderungen hinsichtlich der Po-
sitionierung der Widerstande 510 kénnten ebenfalls
durchgefuhrt werden. Eine nutzliche Veranderung
kénnte darin bestehen, die Widerstédnde in dem zu-
sammengesetzten Verbinder fir den Fall, dass sie
verandert oder ersetzt werden mussen, einfacher zu-
ganglich zu machen. Zum Beispiel kdnnten die Wafer
112 oder 114 in zwei Sticken ausgebildet werden.
Ein Stluck wirde ein Einsatz sein, der Stifte 150 ent-
halt. Der Einsatz wiirde die Widerstande 510 enthal-
ten. Der Einsatz wirde in das Modul hineinschnap-
pen, wodurch ein Zugang zu den Widerstanden fir
eine Reparatur oder eine Ersetzung ermdglicht wird.
Dies wiirde auch eine Anderung der Widerstands-
werte erlauben, sogar nachdem der Verbinder an ei-
ner gedruckten Schaltungsplatine angebracht ist.
[0077] Es seiauch darauf hingewiesen, dass die be-
vorzugte Ausfihrungsform als ein rechtwinkliger Ver-
binder des mannlichen Typs dargestellt ist. Die hier
offenbarten Techniken kénnten auf andere Verbin-
derkonfigurationen angewendet werden, wie Stiftauf-
nehmer. Sie kdnnten auch auf Verbinder bei anderen
Zusammensetzungsverfahren angewendet werden.
Insbesondere kénnte die Verwendung von Wider-
stdnden, die in dem Verbinder und die Abschir-
mungsanordnung eingebettet sind, im Allgemeinen
auf Verbinder des Standes der Technik angewendet
werden, die ein Plastikgehause verwenden, um Wa-
fer zusammenzuhalten.

[0078] Deshalb sollte die Erfindung nur durch den
Grundgedanken und den Umfang der beigefligten
Anspriiche beschrankt sein.

Patentanspriiche

1. Modularer elektrischer Verbinder (100), umfas-
send einen Metallversteifer (110) und eine Vielzahl
von Modulen (122), die an dem Metallversteifer ange-
bracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Modul umfasst:
einen ersten Wafer (112) mit einem isolierenden Ge-
hause und einer Zeile von Kontaktelementen (410A.
410B, 410C, 410D, 410E, 410F), die sich dadurch er-
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strecken, wobei der erste Wafer eine Seitenoberfla-
che mit wenigstens einem Element (222A, 222B),
welches davon vorsteht, aufweist;

einen zweiten Wafer (114) mit einem isolierenden
Gehause, das unterschiedlich zu dem isolierenden
Gehause des ersten Wafers ausgebildet ist, wobei
der zweite Wafer eine Zeile von Kontaktelementen
(410A, 410B, 410C, 410D, 410E, 410F) aufweist, die
sich dadurch erstrecken, wobei der zweite Wafer eine
Seitenoberflache aufweist, die parallel zu der Seiten-
flache des ersten Wafers angeordnet ist, wobei die
zweite Seitenoberflache eine Offnung (320) darin
aufweist, wobei das vorstehende Element (222A)
durch die Offnung vorsteht.

2. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 1, wobei das Element, das von dem ersten
Wafer vorsteht, und die Offnung in dem zweiten Wa-
fer eine Schnapppassungsverbindung bilden.

3. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 1, wobei der Versteifer eine Vielzahl von Lo-
chern (124) umfasst und jedes Modul eine Nabe
(126), die in eines der Locher eingefugt ist, umfasst.

4. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 1, wobei die Kontaktelemente in Spalten an-
geordnet sind und benachbarte Spalten in einem Ab-
stand von 1,5 mm oder weniger voneinander ange-
ordnet sind.

5. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 4, zusatzlich umfassend eine Vielzahl von pla-
naren Abschirmungselementen (116, 118), die je-
weils parallel zu der ersten Oberflache eines ersten
Wafers angeordnet sind, wobei jedes der Abschir-
mungselemente ein Loch (146) dadurch aufweist und
das vorstehende Element des ersten Wafers durch
das Loch vorsteht.

6. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 1, wobei der Metallversteifer einen ersten Ab-
schnitt und einen zweiten Abschnitt, der rechtwinklig
zu dem ersten Abschnitt gebogen ist, aufweist und
das isolierende Gehause des ersten Wafers jedes
Moduls an dem ersten Abschnitt und dem zweiten
Abschnitt angebracht ist.

7. Modularer elektrischer Verbinder (100) des
Typs, der eine erste Stirnflache, die dafur ausgelegt
ist, um an einem zusammenpassenden elektrischen
Verbinder anzugreifen, und eine zweite Stirnflache,
die rechtwinklig zu der ersten Stirnflache ist und daftr
ausgelegt ist, um an einer gedruckten Schaltungspla-
tine anzugreifen, aufweist, wobei der elektrische Ver-
binder eine Vielzahl von Spalten von Kontaktelemen-
ten (410A, 410B, 410C, 410D, 410E, 410F) aufweist,
umfassend:

a) eine Vielzahl von Wafern (112) eines ersten Typs,
wobei jeder Wafer des ersten Typs ein isolierendes

Gehéause und eine Zeile von Kontaktelementen auf-
weist, die sich dadurch erstrecken und eine Vielzahl
von Kontaktschwanzen (152) aufweisen, die daflr
ausgelegt sind, um an einer gedruckten Schaltungs-
platine einzugreifen, die sich in einer Spalte von der
zweiten Stirnflache erstreckt, wobei jeder Wafer des
ersten Typs eine erste Seite mit einem Element
(222A, 222B), das davon vorsteht, aufweist;

b) eine Vielzahl von Wafern (114) eines zweiten Typs,
wobei jeder Wafer des zweiten Typs aufweist ein iso-
lierendes Gehduse und eine Zeile von Kontaktele-
menten, die sich dadurch erstrecken und eine Viel-
zahl von Kontaktschwanzen (152) aufweisen, die da-
fur ausgelegt sind, um an einer gedruckten Schal-
tungsplatine einzugreifen, die sich von der zweiten
Stirnflache erstreckt, wobei jeder Wafer des zweiten
Typs eine erste Seite mit einer Offnung (320) darin
aufweist, wobei die Wafer des ersten Typs und die
Wafer des zweiten Typs ausgerichtet sind, wobei sich
das vorstehende Element von einem Wafer des ers-
ten Typs in die Offnung eines Wafers des zweiten
Typs hinein erstreckt, wobei die Wafer des ersten und
zweiten Typs ein Modul bilden;

c) ein Metallversteiferelement (110) mit einer Vielzahl
von Léchern (124) dadurch, wobei sich eine Nabe
(126) auf einem Modul durch ein jeweiliges Loch
(124) erstreckt.

8. Modularer elektrischer Verbindung nach An-
spruch 7, ferner umfassend eine Vielzahl von plana-
ren Abschirmungselementen (116, 118) mit Lochern
(146) dadurch, wobei sich die vorstehenden Elemen-
te des Wafers des ersten Typs durch die Lécher der
planaren Abschirmungselemente erstrecken.

9. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 7, wobei das isolierende Gehause von einem
der Typen von Wafern geformt ist, um eine Vielzahl
von parallelen Wanden (142) zu definieren und die
Kontaktelemente von benachbarten Wafern zwi-
schen die parallelen Wande fallen.

10. Modularer elektrischer Verbinder nach An-
spruch 7, wobei die vorstehenden Elemente des Wa-
fers des ersten Typs und die Offnungen des Wafers
des zweiten Typs in einer Wechselwirkung stehen,
um eine Schnapppassungsverbindung zwischen Wa-
fern des ersten Typs und des zweiten Typs zu bilden.

11. Modularer elektrischer Verbindung nach An-
spruch 7, wobei der Versteifer einen ersten Abschnitt,
der parallel zu der ersten Stirnflache ist, und einen
zweiten Abschnitt, der parallel zur zweiten Stirnflache
aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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